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1.1激光器系统
★1.1.1激光器组成：配有405 nm半导体激光器，光纤端输出功率不低于5mw，满足材料样品表面的三维形貌以及粗糙度测试。
1.1.2激光器强度调节：完全由软件调节和控制，可根据实际测试需求在4%到100%之间连续调节。并具有自动休眠功能（Switch off），延长激光的使用寿命。
1.2扫描检测系统
1.2.1成像通道：需配有1个高信噪比MA-PMT（多碱基光电倍增管）探测器。
1.2.2扫描器组成：扫描振镜数量≤2个，采用超快线扫及帧飞回技术。
1.2.3扫描分辨率最高不低于6144x6144，可连续调节。最大扫描分辨率不小于3700万像素。
▲1.2.4具有扫描变倍功能，范围0.5x-40x，调节步进精度至少为0.1x。
1.2.5具有扫描旋转功能，图像可360度扫描自由旋转，且调节精度至少为0.1度。旋转扫描的同时，也可以实现XY方向扫描区域移动。
★1.2.6具有智能共聚焦针孔：针孔调节可完全通过计算机控制，调节范围1μm-450μm连续可调；针孔可以通过软件实现自动对中校准，无需人工手动调节。
1.3软件分析系统
1.3.1图像扫描模式：在三维扫描时，可通过计算机控制对样品进行三维预扫描
1.3.2图像采集模式：包括但不限于点扫描、直线扫描、面扫描、Z轴堆栈扫描，时间序列扫描。
1.3.3 图像拼接：软件可自动完成大范围的共聚焦图像拼接
1.3.3图像处理：可进行多种运算，加减乘除，比率，转换，滤波（低通，平均，高通，也可以用户自定义）。
1.3.4图像显示：平面视图（XY,XZ,YZ单独显示），剖面视图（可任选空间角度截取剖面），可调整明亮度和对比度，可对输出文档进行编辑。
1.3.5图像分析：可测量任意直线与曲线的长度，角度，面积，强度等参数。
1.3.6数据存档：文件浏览器可管理图像及其相关采集参数，多重打印功能可创建图像与数据组合视图。
▲1.3.7材料样品专用模块：为了满足高分辨率和高精度要求，需要使用短波长激光进行成像，需要满足XY方向分辨率≤120nm，Z方向最小步进≤10nm
1）三维表面形貌软件模块：可获得三维表面形貌图及高度图（地形图），并增加多种测量功能（粗糙度、表面积、体积）。
2）粒子分析模块：对包含颗粒、孔隙、晶粒等结构化表面进行高级分析，并有多种检测方法（阈值法、分水岭算法、形状检测、圆形检测）。
3）图像处理与报告编辑软件：TOPO图像处理，包括滤波，去噪等功能；粗糙度的测量需满足标准ISO 4287、ISO 25178等，并可以根据样品的粗糙度设置不同的cut-off值；自定义报告模板及编辑，客户可根据自己的需要设置自己的报告模板，并可自动的把新测量导入到该模板中实现批处理功能。
2、光学显微镜部分
2.1正置式反射全自动光学显微镜。
2.2 国际标准无限远轴向及径向双重色差校正及反差增强（ICCS）的光学系统。提供高反差、高衬度、高分辨率的锐利图象。光学部件镀膜具有防霉功能，使用过程中防止长霉。
2.3配有TFT触摸式液晶操作屏，可显示显微镜工作状态和操纵显微镜，如更换物镜、更换观察模块等；获取当前物镜数据，反射光/透射光状态，光源数据等信息。
2.4 配有Z方向闭环反馈装置，确保Z轴步进精度不小于10nm。
2.5 电动扫描台：台面尺寸不小于310mm x 220mm，行程不小于130 mm x 85 mm
★2.6 配有电动物镜转盘，可同时安装至少7个物镜；
2.7 至少配有电动6位观察方式模块转盘，满足多种观察方式应用；
2.8 显微镜观察方式：反射光明场、高级暗场；
2.9 物镜：选用最先进的反差增强系列，增加短波长透光率，提高图像的分辨率。
（1）5X反射光多功能物镜，数值孔径不低于0.13，工作距离不低于11.8mm；
（2）10X反射光多功能物镜，数值孔径不低于0.25，工作距离不低于11.0mm；
▲（3）20X反射光共聚焦专用物镜，数值孔径不低于0.7，工作距离不低于1.3mm；
（4）50X反射光共聚焦专用物镜，数值孔径不低于0.95，工作距离不低于0.22mm；
（5）100X反射光多功能物镜，数值孔径不低于0.85，工作距离不低于0.87mm；
★2.10目镜：采用宽视野平场10x目镜，每个目镜的屈光度均可独立调节，标配目镜罩，视野不低于23。
1.11光源：长寿命LED照明，寿命不低于60000h；
▲2.12 相机及软件：配有原装进口彩色相机，相机像素不低于500W（非插值），预览窗口帧率：36fps，曝光时间≥100μs-4s，相机须配有专门的图像采集、分析、测量软件。显微镜图像采集与图像分析处理软件为同一套软件，非第三方或国产软件，并提供免费升级。
▲2.13 原厂金相分析软件：显微镜原厂软件，可配合微软最新Win11 64位操作系统，提升处理速度。通用部分能够完成CCD控制拍照。拍摄前即可进行背景校正（样品反光图像明暗差异大），锐化等一系列调整（省去了后期处理图像的繁琐操作）。加载标尺、标注。专用部分包含如下模块：
（1）景深扩展：由于样品不平整，导致部分图像虚焦，可通过此功能进行图像叠加，最终合成清晰图像
（2）图像拼接：连续拍摄多张图像，进行视场拼接，对于超出单个视场的缺陷进行分析。
（3）交互测量：提供多种不同工具。可进行线段、角度、周长、面积、半径等一系列几何测量。
（4）晶粒度分析：根据各种标准进行面积法，截距法和比较法进行金属的晶粒尺寸评级。
（5）比较图谱：通过与标准图谱的比对分析样品，支持使用标准样品显微拍摄来自定义标准图库。
（6）多相含量：分析样品里面各种相组织的面积百分比及样品的孔隙率。
（7）铸铁分析：根据各类标准分析和评价铸铁中石墨颗粒形态和尺寸。
（8）层厚测量：自动测量零件表面涂层、强化层的厚度，可进行测量数据的统计分析。




